
 

 

 

 

 

 

 

 

北京市金杜律师事务所 

关于北京君正集成电路股份有限公司 

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 

实施情况的法律意见书 

 

致：北京君正集成电路股份有限公司 

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）、《创业板上市公司证券发行管理

暂行办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律

业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和中国证券监督管理委

员会（以下简称中国证监会）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称本

所或金杜）接受北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正、公司或上

市公司）的委托，作为特聘专项法律顾问，就公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重组）所涉及的相关法律事项，于

2019 年 7 月 31 日、2019 年 9 月 11 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 6

日及 2020 年 5 月 11 日分别出具《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电

路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法

律意见书》（以下简称《法律意见书》）、《北京市金杜律师事务所关于北京君正集

成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

的补充法律意见书（一）》《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有

限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意

见书（二）》《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》《北

京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户事宜的法律意见书》（以

下简称《标的资产过户的法律意见书》）。 

本所现就本次交易的实施情况出具本法律意见书。 

本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适

用于本法律意见书。 

本所经办律师根据中华人民共和国（以下简称中国，为出具本法律意见书之

目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规之
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规定，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关

政府部门的批准文件、资料和证明，并就本次交易所涉及的相关事项向有关人员

进行了必要的询问和讨论。 

本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行的法

律法规及中国证监会、深圳证券交易所（以下简称深交所）的有关规定发表法律

意见。 

本所仅就与本次交易有关的中国法律问题发表法律意见，而不对有关会计、

审计、资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、资产评估

报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的

真实性和准确性作出任何明示或默示保证。 

本法律意见书的出具已得到本次交易相关各方的如下保证： 

其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副

本材料、复印材料、说明承诺函或证明； 

其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、

虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，均与正本或原件一致。 

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依

赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意

见。 

本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他材料一同

上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 

本法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。 

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

现出具法律意见如下： 

一、 本次交易方案概述 

根据北京君正第三届董事会第二十七次会议、第四届董事会第五次、第七次

及第十二次会议决议、2019 年第一次临时股东大会决议、2019 年年度股东大会

决议、《北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书》《购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》及

其补充协议、《股份认购协议》及其补充协议等文件资料，本次交易方案由本次

购买资产与本次配套融资两部分组成，主要内容如下： 
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（一）本次购买资产 

北京君正及/或其全资子公司合肥君正通过发行股份及/或支付现金的方式购

买屹唐投资、华创芯原、上海瑾矽、民和志威、闪胜创芯、Worldwide Memory、

Asia Memory 及厦门芯华合计持有的北京矽成 59.990%股权，购买武岳峰集电、

上海集岑、北京青禾、万丰投资及承裕投资合计持有的上海承裕 100%财产份额；

根据《评估报告》，并经各方协商确定，北京矽成 59.990%及上海承裕 100%财

产份额的交易价格合计 7,200,318,553 元。 

本次交易完成后，北京君正将直接持有北京矽成 59.990%股权，通过上海

承裕间接持有北京矽成 40.010%股权，即直接及间接持有北京矽成 100%股权。 

本次购买资产发行股份的定价基准日为北京君正审议本次交易的第四届董

事会第五次会议决议公告日，北京君正拟定本次购买资产的发行价格不低于定价

基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 22.49 元/股。鉴于北京君

正于 2019 年 5 月 27 日已完成 2018 年年度权益分派，本次购买资产的发行价格

根据深交所相关规则进行相应调整，调整后的发行价格为 22.46 元/股，发行数

量为 248,650,730 股。 

（二）本次配套融资 

北京君正向四海君芯等不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募

集资金总额不超过 150,000 万元，用于支付本次交易部分现金对价、投入北京矽

成面向智能汽车的新一代高速存储芯片研发项目及面向智能汽车和智慧城市的

网络芯片研发项目。 

本次交易项下，本次购买资产的实施不以本次配套融资为前提，本次配套融

资最终成功与否不影响本次购买资产的实施，但本次配套融资以本次购买资产的

生效和实施为前提。 

基于上述，本所认为，本次交易方案符合《重组管理办法》等有关法律法规

的规定。 

二、 本次交易的批准和授权 

（一）北京君正的批准及授权 

2019 年 5 月 16 日及 2019 年 7 月 31 日，北京君正分别召开第四届董事会
第五次及第七次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金方案的议案》《关于<北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本

次交易相关议案，并提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜。 
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2019 年 9 月 9 日，北京君正召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<

北京君正集成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关议案，并授权董
事会全权办理本次交易相关事宜。 

2020 年 3 月 30 日，北京君正召开第四届董事会第十二次会议，审议通过

《关于调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》，根据修订后的《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，对本次配套融资方案进行调整。 

2020 年 4 月 21 日，北京君正召开 2019 年年度股东大会，审议通过《关于

调整公司重大资产重组募集配套资金方案的议案》，对本次配套融资方案进行调

整。 

（二）其他相关方的批准和授权 

 北京矽成、上海承裕均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定

审议通过本次交易相关事宜 。 

各交易对方均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定就参与本

次购买资产相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。 

（三）中国证监会的核准 

2019 年 12 月 31 日，中国证监会出具《关于核准北京君正集成电路股份有

限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集

配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号），核准北京君正向屹唐投资等发行

共计 248,650,730 股股份购买相关资产，核准北京君正非公开发行股份募集不超

过 15 亿元的配套资金。 

基于上述，本所认为，本次交易已取得必要的批准和授权，北京君正与交易

对方等相关方为本次交易之目的签署的《购买资产协议》及其补充协议、《盈利

补偿协议》及其补充协议等交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易

可以依法实施。  

三、 本次交易的实施情况 

（一）标的资产过户情况 

如《标的资产过户的法律意见书》所述，北京矽成于 2020 年 4 月 1 日取得

《营业执照》（统一社会信用代码：91110302318129402G），上海承裕于 2020

年 5 月 8 日取得《营业执照》（统一社会信用代码：91310114350937792Y），
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本次交易项下标的资产变更事宜已办理完毕工商变更登记等手续，交易对方已依

法履行了标的资产的交付、过户义务。 

（二）新增注册资本验资情况 

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 9 日出具的《北

京君正集成电路股份有限公司验资报告》（[2020]京会兴验字第 01000002 号），

确认截至 2020 年 5 月 8 日，北京君正已取得屹唐投资等全体交易对方用以认缴

新增注册资本的资产（即北京矽成 40.552%股权及上海承裕 92.5010%财产份

额），北京君正变更后的注册资本为 450,795,575 元。 

（三）本次购买资产的新增股份登记情况 

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 5 月 13 日出具

的《股份登记申请受理确认书》《上市公司股份未到帐结构表》《合并普通账户和

融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，其已受理北京君正非公开发行新股登记

申请材料，相关股份登记到账后将正式列入北京君正的股东名册。北京君正本次

购买资产项下新增 248,650,730 股，本次交易相关交易对方取得北京君正新增股

份的情况具体如下： 

交易对方 持股/出资比例（%） 发行数量（股） 

北京矽成 

屹唐投资 34.440 60,556,704 

华创芯原 11.081 23,054,968 

上海瑾矽 4.615 14,795,533 

民和志威 3.923 12,577,174 

闪胜创芯 3.785 12,133,570 

Worldwide Memory 1.779 5,702,027 

Asia Memory 0.207 664,200 

厦门芯华 0.160 512,053 

上海承裕 

武岳峰集电 49.2429 60,544,310 

上海集岑 41.9696 53,835,926 

万丰投资 3.3325 4,274,265 

合计 248,650,730 

 

基于上述，本所认为，北京君正已完成本次购买资产项下标的资产过户手续、

新增注册资本验资及股份登记手续，新增股份将于登记到账后正式列入上市公司
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股东名册。 

四、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 

根据北京君正提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，本次

交易涉及的标的资产过户及北京君正新增股份发行及登记过程中，未发现相关实

际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情形。  

五、 董事、监事、高级管理人员的更换情况 

根据北京君正披露的公告文件，截至本法律意见书出具日，本次交易实施过

程中，北京君正董事、监事、高级管理人员未发生更换的情况。 

六、 资金占用及对外担保情况 

根据北京君正提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，本次

交易实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情

况，或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。 

七、 本次交易相关协议及承诺的履行情况 

（一）相关协议的履行情况 

本次交易涉及的相关协议为北京君正与屹唐投资等交易对方签署的附生效

条件《购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》及其补充协议、北京君

正与刘强签署的附生效条件《股份认购协议》及其补充协议。 

经核查，本所认为，截至本法律意见书出具日，上述交易协议约定的全部生

效条件已得到满足，相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反

协议约定的情形。 

（二）相关承诺的履行情况 

根据北京君正提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具日，未发

现北京君正及本次交易的其他相关方存在违反《北京君正集成电路股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的相关

承诺的情形，相关承诺方应继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。 

八、 本次交易后续事项 

根据本次交易方案及有关安排，前述标的资产过户及新增股份登记手续完成
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后，本次交易尚有如下后续事项有待办理： 

（一）支付交易现金对价 

北京君正及合肥君正尚需按照《购买资产协议》及其补充协议的约定按期向

屹唐投资等相关交易对方支付本次交易现金对价。 

（二）办理工商变更登记和提交外商投资信息报告 

北京君正尚需就本次交易涉及的注册资本变更、股东变更等事宜修改公司章

程并办理工商变更登记或备案手续，并通过企业登记系统提交外商投资信息报

告。 

（三）办理本次配套融资 

北京君正尚需在中国证监会核准的期限内非公开发行股份募集不超过

150,000 万元的配套资金，该等发行股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理新增股份登记手续，其上市交易尚需在深交所办理相关手续。本

次配套融资成功与否不影响本次购买资产的实施。 

（四）履行信息披露义务 

北京君正尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及

上市等情况继续履行信息披露义务。 

（五）履行协议、承诺事项 

本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。 

基于上述，本所认为，上述后续事项的办理不存在可合理预见的实质性法律

障碍。 

九、 结论 

综上，本所认为：本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的

全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次交易项下标的资产过户、

新增注册资本验资及新增股份登记手续已办理完毕，涉及事项已按照《重组管理

办法》适当实施；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事

项，该等后续事项的办理不存在可合理预见的实质性法律障碍。 

本法律意见书正本一式三份。 
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（以下无正文，下接签章页）



 

  

（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见

书》之签章页） 

 

 

 

 

北京市金杜律师事务所                       经办律师：                  

                                                          焦福刚 

 

 

 

                                                                      

                                                          章敬平 

 

 

 

                                                                      

                                                          张亚楠 

 

 

 

 

单位负责人：                

                                                          王  玲 

 

                                            

 

                                             二〇二〇年五月十八日 

 

 

 


	（一） 北京君正的批准及授权
	（二） 其他相关方的批准和授权
	北京矽成、上海承裕均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定审议通过本次交易相关事宜 。
	各交易对方均已按其各自公司章程或合伙协议等内部规章的规定就参与本次购买资产相关事宜履行了相应的内部审议及批准程序。
	（三） 中国证监会的核准
	2019年12月31日，中国证监会出具《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准北京君正向屹唐投资等发行共计248,650,730股股份购买相关资产，核准北京君正非公开发行股份募集不超过15亿元的配套资金。
	基于上述，本所认为，本次交易已取得必要的批准和授权，北京君正与交易对方等相关方为本次交易之目的签署的《购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》及其补充协议等交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易可以依法实施。
	（一） 标的资产过户情况
	（二） 新增注册资本验资情况
	（三） 本次购买资产的新增股份登记情况

